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Tradlgse handseet og andre
barbare forbrugerproduk-
ter er trendszttende for
smarte og funktionsrige
multimedia-produkter, der
indeholder langt flere og
mere varierede applikatio-
ner end tidligere generatio-
ner af produkter. Halvle-
derleverandgrer impdekom-
mer tendensen gennem
stadigt mindre IC’er — ogsa
péa kapslingsniveau — men
man kan ikke bare bruge
mindre kapslinger uden
samtidigt at teenke pd de
termiske ydelser og effekt-
tetheden 1 komponenter-
ne.

I takt med, at de elektro-
niske produkter bliver min-
dre, 84 krymper ogsd halv-
lederne og derfor ogsd den
plads, de tager pa printet.
Ideelt set skal komponen-
terne ogsd have en lavere
profil. Mindre halvledere
giver i sagens natur lettere
og mere beerbare produkter
med en hgjere grad af funk-
tionalitet p4 et givent areal.
Ved at optimere disse para-
metre kan man opna min-
dre print med en hgjere po-
pulationsgrad pd printet.
Diskrete smésignalkompo-
nenter som dioder og tran-
sistorer spiller en vaesentlig
rolle i baerbart udstyr gen-
nem en hgjere effektafgi-
velse end en integreret lgs-
ning og til en lavere pris i
forhold til siliciumarealet.

Dertil kommer, at di-
skrete smésignalkompo-
nenter giver en hgjere grad
af designfleksibilitet, gen-
brug pa tveers af flere plat-
forme samt mulighed for en
hurtig implementering og
pludselige designeendrin-

Avancerede
mikrokapslinger har
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mindre footprints

Ved at kapsle avancerede, diskrete komponenter i mikrokapslinger kan
designerne mindske stgrrelsen og gge ydelsen i en reekke baerbare applikationer

ger, hvad der forkorter
time-to-market. Endelig
findes der en raekke array-
komponenter, hvor man
kan opné en IC-lignende
sammensa&tning af kompo-
nenter uden IC’ernes ulem-
per. Det er en relativt kom-
pakt lgsning, der ikke un-
derminerer designfleksibi-
liteten.

Mange virksomheder har
fremstillet meget sma kaps-
linger med henblik pd det
mindst mulige pladsforbrug
pa printet, siden de fprste
SMD-komponenter dukke-
de op i form af SOT23-kaps-
lingen i slutningen af
70’'erne. Fremskridtet blev
fulgt op af endnu mindre
kapslinger som SC70 og
SC75, som igen var et resul-
tat af kombinerede, diskre-
te transistorer og dioder i
samme kapsling. Det har
fgrt til endnu mindre foot-
prints pa printene.

Diskrete smasignalkom-
ponenter er lgbende blevet
reduceret i kapslingsstgr-
relse samtidigt med, at

get. En almindelig misfor-
stdelse er, at en mindre
kapsling ngdvendigvis farer
til en déarligere termisk
ydelse. Man skal ikke regne
med, at mindre kapslinger
automatisk fgrer til darli-
gere ydelse. Stgrrelsen er
kritisk i ligningen, men
ogsd leengden af forbindel-
ser og materialevalg har
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S0D9Y923-kapslinger, hvor
der i sidstnazvnte tilfaelde
fortsat er ESD-beskyttelse
op til 16kV (HBM, class 3).

Overvejelser ved brug
af sma kapslinger

Fremskridt inden for kaps-
lingerne ggr det muligt at
realisere mindre kompo-
nenter, uden at producen-
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Sammenligning af den termiske ydelse for en populzr SOT23-kapsling sammenlignet
med den betydeligt mindre SOT563 — baseret pa det samme silicium.

indflydelse pa, hvor meget
varme man kan overfgre fra
siliciet til printet.

En af vejene til forbedret
termisk ydelse — som blandt
andet betyder, at en
SOT563-komponent kan
afs@tte nesten 50 procent
mere effekt p4 mindre end

® e

S50 500-822
26 mur* 1.28 waw?
400 iR oW

140 mw*

00 ¥, S0T-23 8% 19%

g e

Trends In Micro-Packaging

oo

301723
LA i
300 wibi*

507963
100 gt
304 i

500923  soT1123
DEmn® A m!
MO mW" 250 Wt

i 154%

Moderne kapslingstyper som SOT-963, SOT-1123 og SOD-
923 optager kun en brokdel af den plads, som den oprin-
delige SOT-23 bruger, uden at det pavirker den termiske
ydelse negativt. Kortere og fladere pins medvirker til det

forbedrede termiske design.

béde siliciums og kapslings
termiske ydelse er blevet
forbedret. Et par veesentlige
faktorer bag fremskridtene
har vaeret overgangen fra
"magevinge-pins” til flade
pin-designs samt brugen af
kortere termineringer for
komponenterne, hvad der

halvdelen af arealet for en
S0T23-kreds — er at de ny-
este kapslingstyper kombi-
nerer nye pin-designs, hvor
de meget kortere termiske
stier i komponenterne yder-
mere understgttes af et ra-
dikalt @ndret design af
die-til-pin forbindelsen.

sine pins frem for at indfgre
en pin-lgs arkitektur vil
kapslinger fortsat veere
fuldt pick’n place kompati-
ble og lette at have med at
ggre i strenge visuelle in-
spektionsmiljger. Man hol-
der derfor kompleksiteten
pé et minimum, hvad der
giver en billigere produkti-
on og mindre risiko for fejl
uden trade-offs i form af tid
eller omkostninger.

Brugen af de naevnte tek-
nikker har gjort det muligt
for halvlederproducenterne
at tilbyde nye, diskrete, ul-
trakompakte halvledere.
Tag for eksempel den nyeste
low-VCE (sat) og GP-transi-
stor til lavvolt, high-speed
switching-applikationer.
Disse komponenter fés nu i
mikrokapslinger fra 3-pin
S0T1123 (1,0mm x 0,6mm
x 0,8mm) op til 6-pin
SOT963 (1,0mm x 0,8mm x
0,4mm). Det er komponen-
ter rettet mod power-ma-
nagement-applikationer i
barbart udstyr og i lavvolt
motorstyringer, hvor plads
og energioptimering er vig-
tig.

Kapslingsreduktionerne
gaelder ogsa for transistor-
arrays hvor de nyeste dual-

terne skal ofre evnen til at
afsaette en vis meengde var-
me. Det giver en vis design-
frihed i layoutet. Der er dog
fortsat omréader, hvor man
omhyggeligt skal overveje
brugen af disse komponen-
ter. Hvis man bruger kom-
ponent-arrays, som giver
multiple diskrete kompo-
nenters funktion fra en en-
kelt kapsling, s& giver det
en mulighed for en nem var-
meafledning og et minimalt
footprint, men man kan om-
vendt komme til at begran-
se sine egne muligheder for
at placere andre komponen-
ter i layoutet.

Datablade kan i den for-
bindelse godt veere misvi-
sende, da der er store for-
skelle pa de méader, hvorpa
komponentleverandgrerne
definerer komponentstgr-
relserne. Visse chip-produ-
center specificerer lengde,
bredde og mulige pladsbe-
sparelser pa printet fra
yderpunkterne af kompo-
nentens pins, medens andre
kun refererer til yderméle-
ne pa det stgbte hus for
komponenten. Tag for ek-
sempel SC88-kapslingen,
hvis bredde normalt er be-
skrevet som 2,lmm. Andre
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Gevinst pa begge hylder: Et skift fra magevinge-pins til flade pins giver bide en mindre termisk modstand og en lavere
indbygningshajde for komponenten.

reducerer den termiske sti
mellem silicium og print.

Kapslingsstgrrelse i
forhold til termisk
ydelse
Halvlederkapslinger bliver
Igbende evalueret pa bag-
grund af den termiske ydel-
se i forhold til pladsforbru-
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Jo kortere afstand, desto
mindre termisk modstand
vil der veere. En reduktion
af leengden ger det samti-
digt muligt at maksimere
pin'ens flade areal ligesom
man kan mindske afhaen-
gigheden af wire-bonding
teknikker ved at montere
siliciet direkte pa en pin pa

BJT’er kun kraever 1,0mm
x 1,0mm, og hvor BRT er
(bias-resistor transistorer)
gor det muligt for designer-
ne at bruge én komponent i
stedet for en transistor med
bias-modstande. For dio-
derne kan man nu fa
Schottky- og Zener-kompo-
nenter i ultraminiature

producenter skriver dog
1,26mm. Det er tydeligt, at
man skal bruge de mal, der
repraesenterer det korrekte
forbrugte mal pa printet
inklusive pins, hvilket er
det bedste mal for en praecis
og vellykket implemente-
ring af komponenterne pa
printet.

Toshiba udvider fa-
milie af SiGe MMIC-
forstaerkere

Toshiba Electronics Euro-
pe lancerer en familie af
smé forsteerkere med lavt
stginiveau, et lavt strem-
forbrug og en god lineari-
tet til VHF-UHF bred-
béndsapplikationer, hvor
signalstyrken pd input
kan variere. De nye SiGe
cellpack-komponenter er
igeer egnede til stationaere
og mobile landbaserede tu-
nerapplikationer, hvor de
kan forbedre dynamikom-
radet og minimere for-
vrengningen, samtidigt
med at de reducerer effekt-
forbruget og komponent-
teetheden.
TB76xxTU-serien af
MMIC’er (monolitiske mi-
krobglge IC’er) samler en
LNA (low-noise amplifier)
og et bypass-kredslgb 1 en
UF6-kapsling pa  blot
2,0mm x 2,1lmm x 0,7mm.
Til ekstremt kompakte
formal fas MMIC’erne
(som TB76xxCTC) i en
CST6C-kapsling uden lea-
ds og med ydermal pa
1,5mm x 1,2mm x 0,4mm.
Disse MMIC’er kan mind-
ske kredslgbet og antallet
af komponenter, hvad der
hjzlper til et hgjt gain for
svage input-signaler med
mulighed for bypass, nar
signalniveauet gges.

Switching mellem LNA og
bypass-drift kan ske med
en

ding.

input-kontrolspzen-

Toshibas TB76xxTU-se-
rie kan bruges til frekven-
ser mellem 40MHz og
1GHz og omfatter ni mo-
deller (fra xx = 00 til 08)
med forskellige optioner
for LNA-ydelsen. Der er
valgmulighed mellem
LNA-gains fra 10 til 15dB,
stgjtal mellem 1,3dB og
2,8dB samt forskellige for-
vraengningsmuligheder.
Typiske IIP3-vaerdier er
+8dBm i best-case tilfsel-
dene.

Alle komponenter er de-
signet til at fungere ved en
forsyning mellem 2,3V og
3,3V.  Driftstremmen i
LNA-tilstand kan veere s
lav som 2,7mA, medens by-
pass-forbruget vil veere
under 3pA med insertions-
tab pa 2dB.

Toshiba Electronics Eu-
rope, www.toshiba-Compo-
nents.com





